62R-S71701-5201 SZ170R8 e . L. .,
y y . ~ English.Spanish.Korean. A. Iniciar la instalacion D. Instalacion del Component
G u I a ra p I d a SZ 1 7 O R8 ( E S pa n OI ] Traditional Chinese.Japanese. A No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico.

French. German Quick Guide 1. Primero suelte el tornillo (véase la figura).
d idad, Ivide d tar el cable de ali tacio . . . . . . - -
A gﬁgjﬁ"e"jﬁﬁﬁ:ﬁgfcr;s:a?ft’e°sv'd§ a%i???ae%z;rrzacsaa.e @ almenaeen 9. Atornille el médulo ICE a la placa base. Presione la esquina diagonal | 2. Instale la tarjeta Mini-PCle en la ranura Mini-PCle o la SSD M.2 en la
CO nf' u raCK,)n opuesta hacia abajo cuando apriete cada uno de los tornillos. ranura M.2 y atornille las tarjetas.
g 1. Retire los 3 tornillos de ajuste manual de la tapa del chasis. 10. Enchufe el conector del ventilador.
2. Desplace la carcasa hacia atras y hacia arriba.
@ Conector de audio del panel frontal (JP2)
- . anura M. Ranura Mini PCI
F1. Botén de encendido 1|m|ef2 renure 2 e M Pele
2. LED de encendido 3=MIC R 4=Front_Detect 3|le]|e]|4 | w E. Instalacion del disco duro y del lector 6ptico
?=|—|NE_R g="\\l/|:j3[fet90t 5/|e]|e|s v 1. Afioje el enganche vy retire el Serial ATA y los cables de alimentacion.
F3. LED de disco duro (HDD) =sense = @ . o . )
9=LINE_L 10=Line_Detect 71 @ 8 - 2. Ponga el disco duro en el chasis de discos y atornillelos fijo a los lados.
conector ael
F4. Conexion USB 3.0 9| e e |10 L s e T - _ ventilador
F5. Micréfono , . 3. Afloje los tornillos del bastidor y retire éste.
@ Base de conexiones USB extendida (USB1,USB2)
. Serial ATA di
F6. Auriculares erla\duro (H::S)(S;
1=5V_USB 2=5V_USB 4 6 8 10 =
3=USB A- 4=USB B- [ [ o [ [ - Y
5=USB A+ 6=USB B+ .
7=GND 8=GND n|le|oe]e 3. Conecte el cable Serial ATA con la placa base.
9=NULL 10=GND 1 3 5 7 9 4. Coloque el bastidor en el chasis y vuelva a fijarlo.
Conexiones SATA 3.0
v
@ Conector del ventilador (FN1,FN2)
;ff;‘z’;”d . 1. Afloje los tornillos del ventilador ICE al reverso del chasis. C. Instalar el médulo de memoria
: m 3 2. Afloje los tornillos de sujecion del modulo ICE y desenchufe el
3—SPEEEZ:_SENSE ) conector del ventilador. » Guia para configuracion de la memoria.
4=PWM_CTRL
- m |1 Antes de instalar los modulos de memoria, lea y siga las indicaciones de la . . y )
guia para la configuracién de la memoria. 5. Conecte los cables Serial ATA y de alimentacion a la unidad de
discoduro (HDD).
. T Asegurese que la tarjeta madre sea compatible a la memoria.
@ USB 3.0 encabezamiento (J P5) A A Se recomienda utilizar memorias con la misma capacidad, marca, )
B1. Enchufe de alimentacion de CA velocidad y chips utilizados. Cable serie ATA
., . _ _ : (Consulte la ultima lista de compatibilidad de la pagina web de Shuttle)
B2. Perforacion para COM (Opcional) 1=5VCC 2=A_RX_N & Los médulos de memoria tienen un disefio a prueba de fallos. El médulo Cable de alimentacion
. 3=A_RX_P 4=Ground conector del de memoria solo puede ser instalado en una direccion. En caso de que Serial ATA
B3. Puerto DlsplayPort 5=A TX N 6=A TX P ventilador no pueda introducirlo en la ranura, cambie la direccion.Memory modules
o “oar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 have a foolproof design.
B4. Puerto HDMI 7=Ground 8=A_Data_N . - | .
- - . ) . i L . . ita estos pasos para, en caso necesario, instalar un segundo,
9=A_Data_P 10=0C ®jlojofojoj0o]0 0 0o > Regla para conexion de la modalidad Canal Dual ep!
B5. P B 3. 3. Extraiga el modulo ICE del chasis y péngalo a un lado. gla p ; "
5. Puertos USB 3.0 11=B_DataP 12=B_Data_N 7S P P P P e e o . ’ . tercer o cuarto disco duro de 3,5".
B6. Puerto eSATE 13=Ground 14=B TX P A Este zécalo de 1151 contactos es muy fragil y se puede dafar con facilidad. En la modalidad Canal Dual los médulos de memoria pueden
15=B TX N 16—G7 7d 10 7 4 2 1 Tenga siempre sumo cuidado cuando instale el procesador y limite el nimero transmitir y recibir datos con dos lineas de datos de bus
B7. Puerto LAN =P_IA =Groun de veces que quita y cambia éste. Antes de instalar el CPU asegurese de simultaneamente. Activando la modalidad Canal Dual se puede
i 17=B_RX_P 18=B_RX_N apagar el ordenador y de desenschufar el cable alimentacionpara evitar ampliar el rendimiento del sistema. Las siguientes imagenes
B8. Boton clear CMOS 19=5VCC 20=NULL CENES e CIFEL explican las reglas de conexién para la modalidad Canal Dual.
B9. Salida delantera de los altavoces (I/D) > Siga las indicaciones de abajo para instalar correctamente o
B10.Salida Line in . los moédulos de memoria en las ranuras
@ Base de conexiones (LPC1) 4 En orimer ludar dechi | i oal dol 26cal DIMM1 (Negro), vacio
_Sali . En primer lugar desbloquee y levante la palanca del zécalo.
B11.Salida lateral de los altavoces (1/D) 20 e |10 DIMM2 (Azul, Instelaco
B12. Sa'!da posterior de los altavoces (/D) 1=+12v 2=5V 19(e]elo DIMM3 (Negro), vacio F. Instalacion de tarjetas de ampliacion
B13.Salida central de los 3=5VSB 4=SERIRQ 18({e]e]s DIMM4 (Azul), Instalado
altavoces/subwoofer ?:g:‘g—sg[\rﬁ Z:E:;;;ﬁéﬂ 17 el e |7 1. Afloje los tornillos del soporte de la ranura de ampliacién. Quite el
B14.Perforacion para Wii (Opcional) 9=LAD_3 10=LAD? 16lelels (B) soporte del panel posterior y coloquelo aparte.
11=-12V 12=3VSB 150 0|5 DIMM1 (Negro), Instalado A Observacion: El tamafio maximo para tarjetas graficas es
13=NA 14=L.DRQO wleTela DIMM2 (Azul), Instalado 267mm x 120mm x 34.6 mm.
15=810_PME 16=LAD1 5. Quite la hoja protectora de debajo del marco de soporte de la CPU. DIMM3 (Negro), Instalado
17=LADO 18=+3.3V 13|e]| e |3 i ]
Levante la placa metélica de carga que se encuentra en el zocalo del DIMM4 (Azul), Instalado
19=GND 20=NULL 121002 microprocesador. '
(o= > Instalacién de memoria
Marco metalico de Médulos DIMMs DDR4 y DDR3/DDR2 DIMMs no son mutuamente R S
. soporte de la CPU compatibles. Asegurese de instalar modulos DDR4 en esta placa anura FLle x
Boton clear CMOS @ Base de conexiones COM (COM1) base. Siga las indicaciones de abajo para la instalacion correcta de |
oton clear Puertos 2x USB 3.0 y 1x LAN . -
Sali ; ; los modulos de memoria en las ranuras. —> Ranura PCle x16
alida delantera de los altavoces/ Puertos 2x USB 3.0 y 1x eSATA 9 Qu?e Ita ne
salida Line in 1=DCD 2=RXD 9 7 5 3 1 protectora 1. Desbloquee el seguro del médulo DIMM.
Salida lateral de los altavoces/ Puertos 2x USB 3.0y 1x HDMI =
> : 3=TXD 4=DTR 2. Alinee el corte del médulo de memoria con la muesca del slot e inserte
lid t de los alt / Puertos 2x DisplayPort o|loe|oe |0 | A . . P .
Salida central do los alavoces! subwoofer S erios SRTEPRIT 5=Ground 6=DSR el modulo en la ranura asegurandolo con las pinzas plasticas laterales. | 2. Inserte la tarjeta PCle x4 y PCle x16 en la ranura PCle x4 y PCle x16.
. g TH e R - 7=RTS 8=CTS |00 0 3. Asegure el soporte.
Conector de audio del ! : 9=NA 10=NULL No tocar los contactos del zécalo. Para proteger el zocalo remueva siempre . : VGA Card PCB
panel frontal-JP2 10 8 6 4 la cubierta protectora del zécalo cuando el CPU no esta instalado. Elsrggggéoea?ﬁg gﬁzﬁcﬁgnr?ueco CREIMEEE G O ERT s 346
Base de conexiones USB
extendida-USB1 6. Cologue la CPU en el zécalo de tal forma que las muescas estén o
alineadas con las marcas de alineacion del zocalo. Asegurese de que
One PCle x4 R Base de conexiones . la CPU se encuentra en posicion perfectamente horizontal y después . . . . . . . . o
ey use eXte“dida'USM@ @ Base de conexiones Power (JP4) inserte la CPU en el del Ec')calo. P yees D
@ Conector del DDR4 288pin 1.2V Corte D Chassis
ventilador-FAN1 1=+HD_LED 2=PWR_LED 7 5 1 Muesca A
® . . — | Seguro Q/ Seguro :
@ | USB 3.0 Intel™ Z170 Conjunto de chips 3=-HD_LED 4=GND oleloelolm g . o
encabezamiento-JP5 5=RST_SW 6=PWR_SW Marcas del = b
One PCle x16 Ranura 7=GND 8=GND o|lol|leo|e triangulo (Pin 1) L =TS I TEETET ! PCle x16 / PCle x4 Ranuras
Base de conexiones SATA 3.0 9=NA 10=NULL 10 8 6
6Gb/s -SATA1,2,3,4 G. Completado
Ranura 12 © EEEN NENEN @
LGA 1151 ‘ ‘ S EEEE EEEE Mo 1. Vuelva a colocar la carcasa y fijela con los tornillos.
e . “r N
Conector del > Informacién de seguridad —— - u u
ventilador-FAN2 A Tenga en cuenta la orientacion del procesador y NO lo fuerce para insertarlo
Lea las siguientes precauciones cuidadosamente antes de configurar un equipo Shuttle XPC. en el zécalo; de esta forma impedira que los contactos del procesador se o " . 3 . 4
@ Base de conexiones doblen en el zécalo y que resulte dafiado. 3. Compruebe que las pestafas laterales esten fijas y que el médulo de Gt
LPC-LPC1 Conector de alimentacion PRECAUCION memoria esté firmemente insertado en las ranuras del z6calo.
ATX-ATX1 La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafiar este equipo. Sustituya la bateria 7. Ajustar el bastidor, bajar la palanca del zécalo y cerrar. ' @
4 DIMM DDR4 d Unicamente por una igual o equivalente recomendada por Shuttle. Deseche las baterias 8. Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU.
ranuras e Y i i 1
Ny 288 contactos Slofs usadas segun las instrucciones del fabricante. ﬁn”:m";ﬁg“r'fgsd‘ﬁen
Ranura Vini PCle Declaracién de cumplimiento relacionada con el laser tener més de 42 mm
c seal La unidad de disco 6ptica de este PC es un producto laser. La etiqueta de clasificacion de la Aroa do aolicacis de altura.
onector de alimentacion unidad se encuentra situada en dicha unidad. o8 Ce A
Base de conexiones ATX-PWR1 del compuesto térmico
COM-COM1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 2. Completado.
@ Base de ?gﬁ;ﬁ?;i PRECAUCION: RADIACION LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. Cuando arranque el sistema, pulse la tecla "Supr" y cargue los ajustes
NO SE EXPONGA AL HAZ. A\ Repita estos pasos para instalar modulos DDR4 adicionales si asi lo desea. "Optimos" en el programa de configuracion de la BIOS.

Q color y la especificacion del producto dependera del transporte de mercancia corriente. 53R-SZ1703-H501



